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Kurzbeschreibung: 

Das übergeordnete Ziel von REPE ist die Entwicklung nachhaltiger und kreislauffähiger Lösungen für 
Leistungselektroniksysteme. Im Mittelpunkt stehen die Untersuchung recyclingfähiger PCB-Materialien 
hinsichtlich ihrer elektrischen Zuverlässigkeit und thermischen Leistungsfähigkeit, die Entwicklung innovativer 
Recyclingverfahren für Leistungselektronik sowie die Bewertung der ökologischen Auswirkungen mittels Life-
Cycle-Assessment (LCA). Dadurch sollen ressourcenschonende Design- und Recyclingstrategien für 
zukünftige Leistungselektroniksysteme identifiziert werden. 

Zum Erreichen der im Verbundprojekt verfolgten globalen Ziele 
werden simulationsgestützte sowie experimentelle 
Untersuchungen an alternativen PCB-Materialien durchgeführt, 
um deren elektrische Zuverlässigkeit, parasitäre Eigenschaften, 
thermische Stabilität und Eignung für 
Hochleistungsanwendungen der Leistungselektronik zu 
analysieren. Hierzu werden unterschiedliche PCB-Substrate 
hinsichtlich ihres Schaltverhaltens, ihrer Verlustmechanismen 
sowie ihres thermischen Managements bewertet und mit 
konventionellen FR4-Leiterplatten verglichen. Aufbauend auf 
den Material- und Strukturuntersuchungen werden innovative 
Recyclingprozesse entwickelt, die Pyrolyseverfahren mit Ionic-
Liquids (ILs) und Deep-Eutectic-Solventen (DES) kombinieren, 
um neben einer effizienten Rückgewinnung   wertvoller Metalle 
auch eine gezielte Trennung und Aufbereitung der in 
Leiterplatten enthaltenen Polymer-materialien zu ermöglichen. 
Dadurch soll die stoffliche Verwertbarkeit der unterschiedlichen 
PCB-Bestandteile insgesamt verbessert werden. Ergänzend 
erfolgt ein LCA der unterschiedlichen PCB-Materialien und 
Recyclingpfade, wobei konventionelle Recyclingverfahren mit 
den neu entwickelten IL-/DES-basierten Ansätzen hinsichtlich 
Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Materialrück-
gewinnung verglichen werden. 
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Abbildung: Unterschiedliche Leiterkarten-
materialien 

 

Abbildung: Leiterkarte im Recyclingprozess 


